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Semiconductor
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Semiconductor Consumption

Consumer Ubiquitous
+ Mobile Era Era
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Ces systemes existent deja
aujourd’hui!

Quelles sont les applications en
plein développement? g
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b : :
= 360" Safety with The Promise: The refuse-to-collide car!
Integrated Sensor Strateqgy

Forward Vision System
— Lane tracking
s:;":';":f — Object detection
e B — Far IR capability

Long-Range
~ Scanning
Sensor

Range
Sensors

Rear Vision System Enhanced
Digital Short Ra — Object detection Digital Map
V2V communication — Far IR capability System
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Cockpit Displays ®
Navigation/GPS e
Audio Communication e

Embedded Networks e l

Braking Systems e
Flight Controls
Engine Monitoring e
Power Distribution e
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lectronique pour le médical

The Promise: Towards Integrated Wireless Implanted
Interfaces

Grenoble IN
phelmA

Moving the state-of-the-art
O clock

in wireless sensing

ower budget: mWs

[lllustration art: Subbu Venkatraman] to 1 mW

Intégrer solution + Réseau + Biotech lens
*Physiological, viral, mesures video chip
and lam

*Protesis

*Picture camera and video

Movement detection

*Remote information processing - . .

*Wireles comm for sensitive data microfluidics &
drug delivery

(;unty ....................................................................................................................................................................................................................
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Tol! houveaux défis des systémes
intégrés

Conception et fabrication de circuits électroniques ultra
miniaturisés: utilisation des nanotechnologies (montée en
frequence, miniaturisation, augmentation du deébit des
telecommunications et de la résolution des radars)

Applications de plus en plus complexes (transmissions de
données a trés débit), Internet des Objets (loT), multi-
technologies, multi-standards Smart cities

Prise en compte de l'environnement “green technology”,
circuit faible consommation, produit a faible codt, intelligent
(energy on demand)
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~iLes objectits de la filiere
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For Hes ingenieurs et des chercheurs aux metiers les

plus avancés de la micro/Nano-électronique embarquée

— Architectures soft et hard des systemes embarqués de type
systemes on chip

— Conception et réalisation de circuits numériques et
analogiques

— Conception des systemes RF, hyperfrequences,

A travers des cours théoriques, projets, TP et stages
industriels

Nombreuses conférences industrielles sur les métiers et les
orientations de la micro-nano électronique

Projet de carriere : ingénieurs, chercheurs, créateurs et
managers d'entreprises dans ces secteurs
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APPLICATIONS
TECHNOLOGIES DE
COMMUNICATION

SYSTEMES MICRO ET
NANO
ELECTRONIQUES

TECHNOLOGIES = T
DE FABRICATION/- Bl W

Nanotech

SEI )




____nihepartition des enseignements
I )} ] -\, 3A SEIl option SYRF (analogique+ RF)

SHEME,
langues, sport Systemes
23% numeriques
o
Automatique 18%
2%
Traitement du
signal Systémes
6% analogiques
51%
3A SEIl option SOC (numeérique)
SHEME, Informatique et
langues, sport réseaux
23% 12%
Automatique
Traitement du 2% Systémes
signal numeériques
6% Systemes 35%
analogiques

(o]
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3 voies possibles:

— En 3A: 1 ou 2 semestres a I'étranger (USA, Canada,
Asie, Australie, Amérique du Sud, Europe...)

— Dual Masters: Univ. Sao Paulo, Karlsruhe,
Stockholm, Barcelone, Porto Allegre, Politecnico de
Turin

— PFE et/ou Stage2A : USA, Allemagne, Autriche,
Belgique, UK, Irlande, Espagne, Japon, Chine,
Singapour, etc
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MINALOGIC

Electronique et Micro-nanoélectronique

* 13 Mds € investis depuis 2002

« Parmiles 5 poles européens en micro-nanoélectronique,
depuis la conception jusqu’aux secteurs applicatifs

« 1/3 des emplois francais dans la fabrication de composants
électroniques

* Une expertise spécifique en logiciel de conception pour la
nanoélectronique

— Micro-Nano 25000 emplois: 22000 (entr.) + 3000 (rech.)
— Software 15000 emplois: 13000 (entr.) + 2000 (rech.)
— 6800 étudiants, 40000 emplois
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e mi )| Pgrecours recherche spécifique a

phelmaA ,
a SE|
Master EEA Wireless Integrated Circuits and
Systems (WICS), UGA/Grenoble INP
Double dipldme Master EEA WICS / ingénieur PHELMA (3A)

« Formation aux dernieres technologies RF, intervenants
Internationaux

« Expeérience d'un projet de recherche en laboratoire (research
labwork) au sein méme des équipes de recherche (au S5)

« Integralement en anglais
« Laboratoires partenaires: IMEP / TIMA / CEA / LCIS

« Offres de theses academiques ou CIFRE
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)Jndustries micro et nano electroniques:

Utilisateurs : automobile, espace, avionneurs
Concepteurs : processeurs, circuits divers, cartes a puces, médical
Fab houses

Applications communicantes et multimédia

57 En France et a I'etranger:

augmented ¢ Grandes entreprises : Freescale, Safran, MBDA, Thales, Alcatel,
France-Télécom, Schneider, General Electric, Siemens, EADS,
STMicroelectronics, ATMEL, CEA, Thomson, Nokia, AMD,

Gemplus, Qualcomm, ARM, TI, TSMC, etc
2B,  pME : Radiall, Teem-photonics, Dolphin. ..
« Centres de recherche : CNRS, CEA, INRIA, Universités

e irrAa AMDZ

MISSILE SH4STEMS

S SAFRAN Radiall ‘:’
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, es de sujet de stages(2A,3A
EXEP | g

Mise en place d’environnement de vérification de circuits (ST, Dolphin,Intel)
Performant Converters (many companies)
Conception FPGA (video, protocoles, parallelisation,...)

Programmation d'une carte FPGA d’acquisition et de traitement de données
a haute fréquence a destination de l'accélérateur de particule (CERN)

Evaluation de FPGA durcis aux radiations (Airbus Defense)

Conception d’'un mélangeur micro-ondes intégré dans des circuits radar
automobile 77GHz (Freescale)

Réalisation d'un chargeur USB de secours a énergie renouvelable (Elsys
Design)

Implementation of a fault injection attack on a mobile phone (Alphanov)
Multiplicateur de fréquence a haute pureté spectrale (Thales)
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Des questions? g

respsel helma-grenoble-inp.fr




